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1.1 范围 本标准收集了业内有关电子组件的外观质量可接受要求。本标准没有提供对横截面评估的

准则。

本文件阐述了关于电气和电子组件制造的验收要求。从历史的角度来说，电子组装标准更为广泛地

囊括了行业内涉及的准则和技术。因此，为了更全面地理解本文件的各项建议和要求，应用本文件

时可同时使用IPC-HDBK-001、IPC-AJ-820和IPC J-STD-001。
本标准中的要求，其目的既无意定义完成组装操作的工艺，也无意作为返修/更改或改变客户产品的

授权。例如：标准中有元器件粘接要求并不意味着，或批准，或一定要求使用粘合剂粘接；引线顺

时针缠绕端子的描述并不意味着，或批准，或一定要求所有的引线/导线都要按顺时针方向缠绕。

本标准的使用者应该具备一定的知识，以便能够了解文件的适用要求及如何应用它们，见1.3节。
IPC-A-610包含了IPC J-STD-001范围包括的操作方法、机械组装以及其它工艺要求之外的有关要求。
表1-1列出了相关文件。
IPC-AJ-820 是一个支持性文件，提供了有关本规范内容的意图解释，以及详述或进一步说明了从目
标至缺陷各转变界限的基本技术原理。此外，还提供了支持资料以帮助更广泛地理解与性能有关但

通常用目视评定方法又不易察觉的工艺问题。

IPC-AJ-820提供的解释应该有助于定夺对定义为缺陷的情况的处置、与制程警示相关的工艺问题、
以及回答澄清有关使用和应用本规范的疑问。除非合同文件中特别注明，合同引用IPC-A-610并不强
制另外引用IPC-AJ-820的内容。

1.2 ⽬的 本文件的外观目检标准体现了现行IPC标准以及其它适用规范的要求。为引用和使用本文
件内容的用户考虑，涉及的组件/产品应该符合其它现行IPC规范，如IPC-7351、IPC-2220-FAM、IPC-
6010-FAM和IPC-A-600。如果组件不符合这些文件的要求或其等效要求，那么验收要求应当由客户
（用户）和供应商协商确定。

本文件中的插图描绘的是每页标题所指的具体主题。每张图片都附有简短的文字说明。本标准无意

排斥任何元器件安装程序，也无意排斥为实现电气连接所采用的任何助焊剂和焊料涂覆程序。不过

所使用的方法应当确保所形成的焊接连接符合本文件描述的可接受性要求。

表1-1 相关⽂件概要

⽂件⽤途 ⽂件编号 说明

设计标准 IPC-2220-FAM
IPC-7351
IPC-CM-C770

反映了基于几何图形精细程度、元器件分布密度和制造工艺步骤多少的产品复杂性级别(A，B，
C级)的设计要求。
辅助印制板裸板设计和组装的元器件和组装工艺指南，裸板制造工艺主要关注表面安装元器件连
接盘图形以及组装工艺主要关注表面安装元器件和通孔插装元器件要素时，通常在设计和形成文
件过程中就需考虑采用该指南。

PCB要求 IPC-6010-FAM
IPC-A-600

对刚性、刚挠性、挠性和其它类型基板的要求和验收文件。

成品文件 IPC-D-325 描述符合客户或最终产品组装要求的成品板具体指标的印制板光板制作的文件的要求。细节可参
考也可不参考行业规范或工艺标准，以及客户选择的或内部的标准要求。

工艺要求标准 J-STD-001 焊接的电气和电子组件的要求，描述了最终产品的最低可接受条件、评定方法(测试方法)、测试
频度以及对过程控制要求的适用能力。

可接受性标准 IPC-A-610 有关印制板和/或电子组件在相对理想条件下表现的各种高于最终产品性能标准所描述的最低可
接受条件的特征，及反映各种不受控(制程警示或缺陷)情形以帮助生产现场管理人员定夺采取纠
正行动的需要的图片说明性文件。

培训计划(可选) 为贯彻执行成品检验标准、可接受性标准或客户文件详述的要求等验收标准所需要的，规定了教
学流程和方法的有关培训要求的文件。

返工和维修 IPC-7711/7721 提供进行敷形涂覆层和元器件的拆除及更换，阻焊膜维修，层压板材料、导体和镀覆孔的修改/
维修的操作程序文件。
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